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半導体ウェーハの 12 インチ受託加工へ本格参入、CMP ラインの構築完了のお知らせ 

〜自社製スラリーによる独自プロセスと接合工程への投資で、 
次世代 3 次元実装の「トータルファンドリーサービス」を実現〜 

 
「塗る・切る・磨くで世界を変える」を経営理念に掲げるマイポックス株式会社（本社：栃木
県⿅沼市、代表取締役社⻑：渡邉 淳、以下「当社」）は、主力拠点である⿅沼事業所（栃木県
⿅沼市）において進めてまいりました、12 インチ（300mm）ウェーハ対応の CMP（Chemical 
Mechanical Planarization（化学機械平坦化））受託ラインの構築が完了いたしましたので、下
記の通りお知らせいたします。 

 
記 

 
１．背景 
当社はこれまで、試作開発を中心とした小中口径ウェーハの受託加工において、高度な精密研磨技
術を提供してまいりました。昨今の GPU をはじめとする生成 AI 向け半導体の高集積化や、電気自
動車（EV）用パワー半導体向けウェーハの大口径化が急速に進展しております。こうした市場環境
の変化と旺盛な顧客ニーズに応えるべく、⿅沼事業所内への最新鋭設備の導入を進めてまいりまし
たが、この度、12 インチウェーハ領域への本格参入に向けた受託体制が整いました。 

 
２．特⻑と競争優位性 
本ラインの稼働により、従来の加工受託に留まらない「高付加価値型モデル」を展開いたします。 
 
 垂直統合型プロセスの提供： 自社開発の研磨剤（スラリー）と受託加工を組み合わせ、顧客の

個別デバイスに最適化した独自の CMP プロセスを提供。 
 次世代材料への対応： 従来対応が困難であった 12 インチ SiC（炭化ケイ素）ウェーハの受託研

磨を開始し、パワーデバイス領域の量産化ニーズを先取り。 
 多様な先端プロセス： Cu（銅）ダマシン案件や、接合前工程における極限までの表面粗さ改善

など、高度な平坦化技術をワンストップで実現。 
  



３．今後の見通し：3 次元実装への投資拡大 
当社は CMP 工程の次段階として、12 インチ対応の接合（ボンディング）設備への投資も着実に
進めております。 
 
稼働予定： 2027 年 3 月期（次期）中の稼働開始を予定。 
成⻑戦略：  
今回構築を完了した CMP ラインと、次期稼働予定の接合設備を連携させることで、TSV（シリ
コン貫通電極）等を活用した 3 次元実装（チップ積層化）の一貫受託体制を構築いたします。こ
れにより、材料・加工・実装を網羅する「トータルファンドリーサービス」を確立いたします。 
 
４．業績に与える影響 
本件による 2026 年 3 月期の連結業績に与える影響は軽微であります。次期以降の業績に与える
影響については精査中であり、今後、修正が必要な場合や公表すべき事項が生じた場合には、速
やかに開示いたします。 
 
 

以 上 
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イノベーションに磨きをかけるマイポックス株式会社（代表取締役社長：渡邉淳、証券コード：
5381、以下「マイポックス」）は、先端半導体製造の主流となる12インチ（300mm）ウェーハ
に対応したCMP（化学機械平坦化）加工ラインを構築し、本格稼働を開始したことをお知らせい
た します。 

本ラインの構築により、従来の試作案件を中心とした小中口径ウェーハに加え、先端デバイス領
域で需要が高まる12インチウェーハのCMP研磨加工体制を大幅に強化いたしました。さらに、
「接合（ボンディング）工程」の設備拡充を並行して推進しています。研磨から接合までを一貫し
て担う「トータルファンドリーサービス」の提供を通じて、次世代半導体製造における技術的課題
の解決に寄与してまいります。 

マイポックス、12インチウェーハ対応の 
CMP加工ラインを構築 

独自プロセスと「接合工程」の拡充により、次世代半導体製造を支える
「トータルファンドリーサービス」の提供へ 

 

News Release 



■ 背景：デバイスの高性能化に伴う12インチCMP市場への対応 
AI・デジタル社会の進展や次世代モビリティの普及を背景に、半導体デバイスの高性能化と製造

効率の向上が求められています。当社はこれまで培ってきた超精密研磨技術を基盤に、市場ニーズ
が極めて高い12インチウェーハのCMP領域へ本格参入し、最先端半導体の進化を支える技術基盤
としての役割を担います。 

 

■ マイポックス独自の優位性：「塗る・切る・磨く」の技術融合 
当社の強みは、「塗る」「切る」「磨く」の3つのコア技術を高度に融合させ、「研磨材（剤）

開発製造」「機能性塗布」「精密研磨加工」の3事業を中心に展開している点にあります。 

「磨く」を通じて「研磨材開発」と「高度加工」の双方に精通したメーカー系ファンドリーとし
て、以下の価値を提供します。 

1.  自社開発スラリーによる最適プロセスの構築 研磨材（剤）メーカーとしての知見を活か
し、特定の材料や目標精度に最適化した研磨剤（スラリー）を自社開発。高度な平坦度と低
ダメージの両立を、独自のCMPプロセスで実現します。   
 

2. 高度な平坦化が要求される多様な素材・案件への対応 Cu（銅）ダマシン案件をはじめ、接
合用途向けの表面粗さ改善、さらには各種機能性材料を用いたウェーハ製造案件など、極め
て高度な平坦化技術を要するプロセスに幅広く対応します。材料特性に応じた最適な研磨ソ
リューションを提供し、最先端デバイスの開発・量産を支援します。 
 

3. 12インチSiC（炭化ケイ素）ウェーハ受託研磨の開始  大口径化に伴い加工難易度が極め
て高いとされていた12インチSiCウェーハの受託研磨を開始いたします。当社は既に、SiC 
8インチウェーハ向けのノッチ/エッジ面取り加工サービスおよび専用装置の提供で確かな
実績を有しており、その知見をCMP工程にも展開。難削材における高品質・高効率な研磨
加工を実現します。 



■ 今後の展望：接合工程の拡充と3次元実装への寄与 
マイポックスは現在、CMP工程の次段階である12インチ対応の接合（ボンディング）体制の構築
を推進しています。 

● 体制確立予定： 2027年3月期（来期）中 
● 提供価値： 「研磨」から「接合」までの一貫体制を構築することで、TSV（シリコン貫通

電極）などを活用した次世代3次元実装への対応を可能にします。これにより、チップの積
層化など最先端のパッケージング技術を求めるお客様の課題解決に寄与いたします。 

■ 表面加工の力で、世界を具現化する 
マイポックスは、従来の「受託研磨加工」という枠組みを超え、材料開発から精密加工、そして接
合・実装支援までを網羅する「トータルファンドリーサービス」を確立してまいります。持続可能
な社会の実現に向け、お客様のビジョンを「塗る・切る・磨く」の技術で具現化し、半導体産業の
新たな価値創造に貢献します。 

【用語解説】 

 CMP（Chemical Mechanical Planarization：化学機械平坦化）：研磨液による化学的な作用と物理的研磨を組

み 合わせ、表面をナノレベルで平坦化する技術。 

 TSV（Through-Silicon Via：シリコン貫通電極）：シリコンウェハを垂直に貫通する電極のこと。従来のワイヤ

ボンディングによる接続に比べ、配線長を大幅に短縮できるため、チップ間の高速伝送と省電力化、および小型化

を可能にする3次元実装のキーテクノロジーです。 

 3次元実装：複数のチップを垂直方向に積み重ねて配置する最先端のパッケージング技術。小型化、高速化、省電力

化を実現する。 

 

【マイポックス株式会社について】  

マイポックス株式会社は、1925年にドイツ系商社の子会社として創業。箔・顔料の輸入販売を出
発点とし、1970年代からは「塗る・切る・磨く」の3つのコア技術を順次確立。精密研磨材メー
カーとして発展してまいりました。現在は研磨材の開発・製造・販売にとどまらず、精密研磨加工
や機能性塗布といったソリューション事業も展開。半導体やハードディスク、光ファイバー向けの
ハイテク分野から、木工・家具、自動車・塗装、金属加工まで幅広い産業のニーズにお応えしてい
ます。イノベーションに磨きをかける「100年ベンチャー」として、これからも挑戦と進化を続け
ています。 



 

 

■会社概要 
社名：マイポックス株式会社 
所在地：栃木県鹿沼市さつき町18 
創 業：大正14年(1925年)11月21日 
代 表：代表取締役社長 渡邉 淳 
U R L ： https://www.mipox.co.jp/ 
証券コード：5381 
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